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1 原理设计上建议  
考虑到要在一块板上实现多路电源方案，而由于各路电源的功耗不相同，所以在设计产品电

源树方面需要注意以下几点： 

1. 单板电源树中的电源转换级数不宜过多，级联越多，电源转换效率越低； 

2. 对于高压差电源转换，不建议采用 LDO器件，这样转换效率很低，LDO 器件会产生更多的热； 

3. DCDC电源器件建议选择转换效率较高的芯片； 

4. 在产品应用中，对于不使用的模块，建议在芯片软件驱动配置中将其功能关闭或处于低功耗

模式； 

5. 对于 CMOS Image Sensor 接口，可依据产品形态调节接口驱动能力，若 Sensor 接口 DVP 或

MIPI 信号链路很短，则可以将接口驱动能力降为低档，这样可以降低 sensor和主控功耗进而

减少发热量的产生。 

产品电源树举例： 

1) 对于 12V 供电输入的 38 模组产品设计，电源树建议如下： 

 

2) 对于 5V供电输入的卡片机或者摇头机产品设计，电源树建议如下： 

 

2 PCB设计上建议 

布局设计 

依据产品结构和热设计，器件布局建议如下： 

1. 单板上大功耗器件（主控芯片、电源器件、WIFI 模块、Sensor）要均匀分布，避免局部过热，影

响器件可靠性。建议主控和电源部分靠近定位孔放置，使单板主要热量经过螺丝孔和机壳散发到

外部环境中； 

2. 热敏感的器件（如 Sensor，晶体）尽可能远离大功耗器件，减少大功耗器件的热量对热敏感器件
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的影响，建议将 sensor 跟主控芯片放置在不同层，避免敏感器件过热而影响系统稳定性和图像质

量。若 PCB 面积允许，sensor 模块可以做镂空槽处理，以免其他发热器件影响 sensor，对图像

产生热燥，如下图所示： 

 

3. 将 PCB 的定位孔及安装孔设置为金属化过孔，和 PCB 的主地进行全连接，尽可能多的做露铜处

理，方便 PCB 和机壳充分接触，增加热传导路径； 

4. QFN封装的主控，合理布局器件，让 QFN封装的 E-Pad尽可能打孔接地处理，可以的话，在 E-pad

位置上做 PCB 阻焊开窗开孔处理，增加散热通道，如下图所示； 

 

走线设计 

走线热设计建议如下： 

1. 芯片过孔设计建议设置为全连接方式，提高芯片散热效率； 

2. 主控芯片的电源和地 pin 都使用铺铜的方式连接，在保证电源通流能力的前提下，在这些铜皮上

打尽可能多的过孔连接到电源和地平面，以增强芯片的散热能力。 




